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仕様書及び規格 
IEC 60747-1:2006 

半導体デバイス  

－ 第 1部：一般 
IEC 60748-1:2002 

半導体デバイス － 集積回路  

－ 第 1部：一般 
IEC 60748-20:1988 

半導体デバイス・集積回路  

－ 第 20部：膜集積回路及び混成膜集積回路の品目別通則 

 

 
ISO 9001:2015 

品質マネジメントシステム － 要求事項 

 

 

部 品 

 個別半導体デバイス、集積回路、混成集積回路 

 

 

適用範囲  

個別半導体デバイス、集積回路、混成集積回路の 

設計・開発、製造、試験 
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